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Abstract of DE19634473 

The invention concerns a method and device for 
manufacturing a chip carrier (80) with a multilayer 
design comprising a base substrate (22) and at least 
two cover layers (23, 24) applied to the top and 
underneath of the base substrate. The base substrate 
has at least one base substrate opening (36) which 
serves as a recess (84). The invention also concerns a 
chip carrier (80) produced in this way. 
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gers (60) mit einem mehrlagigen Aufbau aus einem Basis- 
substrat (22) und mindestens zwei auf einer Oberserte und 
einer Unterseite des Basissubstrats engeordneten Deckle- 
gen (23, 24), wobei das Basissubstrat mindestens eine 
Basissubstratoffnung (36) aufweist, die zur Ausbiidung eines 
Aufnahmeraums (84) dient, sowie ein entsprechend ausge* 
bildeter Chiptrager (80). 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
HersteUung von Chiptragern, insbesondere Chipkarten, 
gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1, eine Vorrich- 
tung zur Durchfuhrung des Verfahrens zur HersteUung 
von Chiptragern gemaB dem Anspruch 20 und einen 
nach dem vorgenannten Verfahren unter Verwendung 
der vorgenannten Vorrichtung herstellbaren Chiptrager 
gemaB dem Anspruch 22. 

Es wird ausdrficklich darauf hinge wiesen, daB der hier 
verwendete Begriff "Chiptrager" alle Chipanordnungen 
umfaBt, bei denen eine Chipeinheit oder ein Chipmodul 
auf einem Substrat angeordnet ist, ohne Einschrankung 
hinsichtlich der Materialbeschaffenheit des Substrats 
oder der Verwendung des Chiptragers. Auch beinhaltet 
der Begriff "Chipkarte" lediglich einen Hinweis auf die 
Kartenform des Substrats ohne Einschrankung hinsicht- 
lich der Materialbeschaffenheit Als Materiaiien fur das 
Substrat kommen beispielsweise in Frage, Kunststoff, 
Textilien, Papiere. 

Bei der HersteUung von Chipkarten, die als sogenann- 
te "Kontaktkarten" einen Kartenkorper und ein darin 
aufgenommenes Chipmodul aufweisen, das eine mit der 
Kartenoberflache im wesentlichen bundige AuBenkon- 
taktfiachenanordnung aufweist, werden zur Aufnahme 
dem Chipmoduls den Chipmodulabmessungen entspre- 
chende Ausnehmungen in den Kartenkdrper oder das 
Kartensubstrat eingebracht Bei den bekannten Chip- 
karten erstrecken sich die Ausnehmungen nur fiber ei- 
nen Teil der Hdhe der Chipkarte, so daB die Ausneh- 
mungen einen Boden aufweisen, auf dem das Chipmodul 
so plaziert werden kann, daB sich letztendlich eine im 
wesentlichen mit dem Kartenkorper bundige Anord- 
nung der AuBenkontaktflachenanordnung des Chipmo- 
duls ergibt Urn derartige Ausnehmungen im Karten- 
substrat, die sich lediglich fiber einen Teil der Kar tendik- 
ke erstrecken, herstellen zu konnen, werden fiblicher- 
weise Frasverfahren eingesetzt, die aufgrund der gerin- 
gen Dicke des Karten substrats genau und daher mit 
entsprechend groBem Aufwand geregelt werden mfis- 
sen. Daruber hinaus konnen die bekannten Frasverfah- 
ren nur mit niedrigen Vonchubgeschwindigkeiten ar- 
beiten, urn sicherzustellen, daB beim FrSsvorgang der 
Boden der gefrSsten Ausnehmung nicht durchbrochen 
wird 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das die Herstel- 
lung einer Chipkarte vereinfacht 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 geldst 

ErfindungsgemSB wird n&mlich ein Verfahren vorge- 
schlagen, bei dem ausgehend von einem endlos als Rol- 
lenmaterial oder als Bogenmaterial zugeffihrten Basis- 
substratmaterial die Einbringung einer Fensterdffnung 
in das Basissubstratmaterial und nachfolgend die Bele- 
gung des Basissubstratmaterials mit einem Decklagen- 
material und die BestQckung des Basissubstratmaterials 
erfolgt 

Durch Ausffihrung des erfmdungsgemaBen Verfah- 
rens ist es mdglich, die bekannte, relativ aufwendige 
Frasbearbeitung zur Erzeugung einer mit einem Boden 
versehenen Ausnehmung im Basissubstratmaterial zu 
ersetzen durch eine relativ einfach zu erzeugende Fen- 
sterdffnung im Basissubstratmaterial fiberlagert mit ei- 
ner Belegung des mit der Fensterdffnung versehenen 
Basissubstratmaterial mit einem Decklagenmaterial und 
anschlieBender Bestfickung des Basissubstratmaterials 
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mit dem in die derart geschaffene Ausnehmung einzu- 
setzenden ChipkartenelemenL 

Die Einbringung einer Fensterdffnung, also einer 
durchgehenden, bodenlosen Ausnehmung in das Basis- 
5 substratmaterial ist schon deswegen einfacher und 
schneller realisierbar, da kein Tief enanschlag oder ahnli- 
ches vorgesehen werden muB, um eine Vorschubbewe- 
gung — wie es bei Anwendung eines Frasverfahrens der 
Fall ist — rechtzeitig abzustoppen, damit ein Boden fur 

io die Ausnehmung verbleibt Bei Anwendung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird der zur Anordnung im 
Basissubstratmaterial notwendige Boden durch die, die 
Fensterdffnung abdeckende Belegung des Basissub- 
stratmaterials mit dem Decklagenmaterial geschaffen. 

is Als besonders vorteilhaft erweist sich das Verfahren, 
wenn die Einbringung der Fensterdffnung, die Belegung 
des Basissubstratmaterials mit dem Decklagenmaterial 
und die Bestfickung des Basissubstratmaterials fiberla- 
gert mit einer getakteten Vorschubbewegung des Basis- 

20 substratmaterials erfolgt Aufgrund der getakteten Vor- 
schubbewegung wird es mdglich, eine beliebige Anzahl 
von Bearbeitungs- und Bestfickungsvorgangen parallel 
in aufeinanderfolgenden Arbeitsstationen ohne Syn- 
chronisationsprobleme durchzufuhren. 

25 GemaB einer vorteilhaften Variante des Verfahrens 
erfolgt zwischen zwei Vorschubtakten wahrend einer 
Stillstandszeit des Basissubstratmaterials eine Positions- 
fixierung des Basissubstratmaterials mittels einer Ra- 
sterpositionierung, derart, daB zur Positionsfixierung in 

30 einer Arbeitsstation eine stationare Rasteinrichtung mit 
am Basissubstratmaterial angeordneten Rastmarken 
zusammenwirkt Durch die jeder Arbeitsstation zuge- 
ordnete Positionsfixierung mit einer stationaren Rast- 
einrichtung erfolgt eine von der eigentlichen Vorschub- 

35 bewegung unabhangige Fixierung, so daB Abweichun- 
gen in aufeinanderfolgenden Vorschub strecken nicht 
integriert werden und somit eine gleichbleibend genaue 
Positionierung unabhangig von der Anzahl der Arbeits- 
stationen ermdglicht wird. 

40 Eine besonders einfach durchzufuhrende und daruber 
hinaus sehr genaue Art der Positionsfixierung wird 
mdglich, wenn zur Ausbildung der Rastmarken Ausneh- 
mungen in das Basissubstratmaterial eingebracht wer- 
den und die Positionsfixierung durch EinfOhren von 

45 Rastfingern in die Rastausnehmungen erfolgt Diese 
mechanic che Art der Positionsfixierung ermdglicht 
durch den Eingriff der Rastfinger in die Rastausneh- 
mungen eine unmittelbare Positionsfixierung, die bei ei- 
ner Fehlpositionierung aufgrund durch die Rastfinger 

50 auf das Basissubstratmaterial wirkender Krafte eine 
gleichzeitige Positionskorrektur ohne den Einsatz zu- 
satzlicher Korrekturglieder ermdglicht 

Wenn in einer Stillstandszeit nach dem Einbringen 
der Fensterdffnung und vor Bestuckung des Basissub- 

55 stratmaterials in einer Bestfickungsstation eine Rast- 
marke am Basissubstratmaterial erzeugt wird, ist zur 
Steuerung bzw. Synchronisation der aufeinanderfolgen- 
den Arbeitsstationen, bezogen auf eine Chiptragerlan- 
ge, nur die Erzeugung einer einzigen Rastmarke not- 

60 wendig, die mit jeder der den einzelnen Arbeitsstatio- 
nen zugeordneten stationaren Rasteinrichtungen zu- 
sammenwirkt 

In einer Ausffihrung der Bestfickungsstation wird das 
Basissubstratmaterial mit einer mindestens eine Spule 

65 und ein Chipmodul aufweisenden Transpondereinheit 
derart bestfickt, daB zumindest das Chipmodul von der 
Fensterdffnung aufgenommen wird Hierdurch wird das 
Basissubstratmaterial entsprechend der HersteUung ei- 
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ner mdglichen Ausfuhrungsform einer Chipkarte be- Basissubstratmaterials mit einer Chipmodulaufnahme 

stuckt, die einen kontaktlosen Abgriff ermaglicht das obere Decklagenmaterial in einer Fensterstation 

AJternativ kann in einer abweichenden Ausffihrungs- mit einer Fensteroffnung versehen wird, bietet die Chip- 
form einer Bestuckungsstation eine Bestuckung des Ba- modulaufnahme nicht nur einen inneren Schutz des 
sissiibstratmaterialsraitememOupmodulerfolgen,der- 5 Chipmoduls gegen eine Biegebeanspruchung, sondern 
art, daB das Chipmodul von der Fensteroffnung aufge- durch die Mdglichkeit der bundig zur Oberflache der 
nommen wird Hierdurch wird das Basissubstratmateri- Decklage geschaffenen Integration der Chipaufnahme 
al entsprechend der Herstellung einer Chipkarte fur den auch einen SuBeren Schutz. Daruber hinaus wird durch 
kontaktbehafteten Abgriff bestuckt die Anordnung der Chipaufnahme in der Fensterdff- 

Wenn in einer der vorstehend erwahnten BestQk- 10 nung der Decklage die Mdglichkeit geschaffen, ein 

kungsstation unmittelbar vorausgehenden oder unmit- Chipmodul von auBen nachtraglich in einen fertigge- 

telbar nachfolgenden weiteren Bestuckungsstation die steliten Kartentrager — also auch erst nach Beendigung 

Belegung des Basissubstratmaterials mit einer Spule der Laminierungsprozesse - einzusetzen. 

derart erfolgt daB die Spulendrahtenden der Spule in Um sicherzustellen, daB die Fensteroffnung des 

eine Oberdeckungslage mit AnschluBflachen des nach- 15 Decklagenraaterials in der gewunschten Oberdeckungs- 

folgend oder zuvor applizierten Chipmoduls zur Her- iage mit der Fensterdffnung im Basissubstratmaterial 

stellung einer Verbindung zwischen der Spule und dem angeordnet wird, kann das Decklagenmaterial zur Syn- 

Chipmodul und Ausbildung einer Transpondereinheit chronisation mit dem getaktet vorbewegten Basissub- 

gebracht werden, ist eine andere Mdglichkeit zur Aus- stratmaterial mit einer weiteren deckungsgleich mit der 

bildung einer sogenannten "kontaktlosen Karte". Dabei 20 Rastmarke des Basissubstratmaterials angeordneten 

kann die Belegung des Basissubstratmaterials mit der Rastmarke versehen werden. 

Spule durch Verlegung eines Spulendrahts zur Ausbil- Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn wahrend der 

dung der Spule auf dem Basissubstratmaterial oder Belegung des Basissubstratmaterials mit dem oberen 

durch Bestuckung des Basissubstratmaterials mit einer Decklagenmaterial eine Fixierung der aufeinanderlie- 

bereits fertiggewickelten Spuleneinheit erfolgea 25 genden Lagen erfolgt 

Fur den Fall daB die Verbindung zwischen der Spule Die Fixierung kann lediglich als Vorfixierung ausge- 
und dem Chipmodul nicht iiberlagert mit der Herstel- fflhrt werden, der eine Permanentfixierung in einer 
lung der Oberdeckungslage zwischen den Spulendrah- nachgeordneten Laminiereinrichtung nachfolgt 
tenden der Spule und den Kontaktflachen des Chipmo- Die Vorfixierung ermdglicht es insbesondere, daB die 
duls in der Bestuckungsstation erfolgt kann die Verbin- 30 in der Larniniereinrichtung nachfolgende Permanentfl- 
dung zwischen der Spule und dem Chipmodul in einer xierung erst nach AblSngen des aus dem Basissubstrat- 
dieser BestOckungsstation nachfolgenden Verbindungs- material und mindestens einer Decklage gebildeten La- 
station erfolgen, nachdem zuvor in der Bestuckungssta- genverbunds zu Kartenverbundstucken erfolgt 
tion die Oberdeckungslage zwischen den Spulendrah- Eine weitere, der Erfindung zugrundeliegende Aufga- 
tenden der Spule und den AnschluBflachen des Chipmo- 35 be besteht darin, eine Vorrichtung zur Durchfuhrung 
duls hergestellt worden ist des vorstehenden Verfahrens nach einem oder mehre- 

Wenn nach Anordnung oder Ausbildung der Trans- ren der Ansprflche 1 bis 19 vorzuschlagen, die eine be- 

pondereinheit auf dem Basissubstratmaterial eine Bele- sonders einfache Herstellung von Chiptragern ermog- 

gung mit einem oberen, die Transpondereinheit abdek- licht 

kenden, weiteren Decklagenmaterial erfolgt, wird die 40 Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung gelost die 

Herstellung einer Chipkarte moglich, die lediglich einen die Merkmale des Anspruchs 20 aufweist 

kontaktlosen Abgriff ermdglicht ErfindungsgemSB weist die Vorrichtung ein Vorrich- 

Wenn die der Fensterstation nachfolgende Bestuk- tungsgestell mit einer langs der Vorbewegungsachse 

kungsst ati on so ausgefuhrt ist, daB eine Bestuckung des verlaufenden Fuhrungsschieneneinrichtung auf, auf der 

Basissubstratmaterials mit einer Chipmodulaufnahme 45 langs verfahrbar eine Mitnehmereinrichtung angeord- 

erfolgt derart, daB die Chipmoduiaufnahmeeinrichtung net ist die mit einer stationar am Vorrichtungsgesteil 

von der Fensteroffnung aufgenommen wird, wird die angeordneten Posiuonsflxierungseinrichtung zusam- 

Herstellung einer Chipkarte ermdglicht bei der das menwirkt derart, daB die Mitnehmereinrichtung zusam- 

Chipmodul durch die die Chipkarte versteifende Chip- men mit dem festgehaltenen Basissubstratmaterial in 

modulaufnahmeeinrichtung vor Beschadigungen ge- 50 einem Vorwartsbewegungstakt nach vorn bewegt wird, 

schuttt in der Chipkarte angeordnet ist die Positionsfixierungseinrichtung das Basissubstratma- 

Nachfolgend der vorstehenden Bestuckungsstation teriai am Ende des Vorwartsbewegungstakts positions- 

kann eine weitere Bestuckungsstation zur Belegung des fixiert halt und die Mitnehmereinrichtung in gelostem 

Basissubstratmaterials mit einer Spule vorgesehen wer- Zustand in einem Ruckbewegungstakt zuruckgefflhrt 

den, derart, daB Spulendrahtenden der Spule in eine 55 wird. 

Oberdeckungslage mit AnschluBflachen der nachfol- Diese Art der Fdrderung des Basissubstratmaterials 

gend oder zuvor applizierten Chipaufnahme zur Her- wahrend der Bearbeitung zur Herstellung eines Chip- 

stellung einer Verbindung zwischen der Spule und der tragers auf Basis des Basissubstratmaterials ermdglicht 

Chipaufnahme gebracht werden. eine Anordnung einzelner zur Herstellung eines Chip- 

Wenn die Verbindung zwischen der Spule und der 60 tragers bendtigter Arbeitsstationen in einer Reihe lie- 

Chipaufnahme nicht bereits in der Bestuckungsstation gend hintereinander, wobei durch die Positionsfixie- 

erfolgt kann diese in einer nachfolgenden Verbindungs- rungseinrichtung fur jede Arbeitsstation die geeignete 

station durchgefuhrt werden. Relativposition des Basissubstratmaterials deflniert ist 

Wenn nachfolgend der oder den Bestuckungsstatio- Hierdurch ist es mdglich, den Aufwand zur Synchronisa- 

nen die Belegung des Basissubstratmaterials mit einem 65 tion der einzelnen, in den Arbeitsstationen durchgefflhr- 

oberen Decldagenmaterial erfolgt, ist ein laminierbarer ten Bearbeitungs- oder Bestuckungsvorgange auf ein 

Kartenaufbau geschaffen. Minimum zu reduzieren. 

Wenn im Falle einer zuvor erfolgten Bestflckung des Weiterhin erweist es sich als besonders vorteilhaft, 
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wenn das Vorrichtungsgestell in einem Gestelltisch ei- 
nen Ausbruch zur Durchfuhrung eines unterhalb des 
Gestelltischs angeordneten Decklagenmaterials gegen 
das oberhalb des Gestelltischs angeordnete Basissub- 
stratmaterial aufweist 

Eine weitere, der Erfindung zugrundeliegende Aufga- 
be besteht darin, einen Chiptrager vorzuschlagen, der 
moglichst einf ach herstellbar ist 

Diese Aufgabe wird mit einem Chiptrager gelost, der 
die Merkmale des Anspruchs 22 aufweist 

ErfindungsgemaB weist der Chiptrager einen mehrla- 
gigen Aufbau aus einem Basissubstrat und mindestens 
zwei auf einer Oberseite und einer Unterseite des Basis- 
substrats angeordneten Decklagen auf, wobei das Basis- 
substrat mindestens eine Basissubstratoffnung aufweist, 
die zur Ausbildung eines Aufnahmeraums dient 

Hierdurch wird auf einfache Art und Weise die Aus- 
bildung einer mit einem Boden versehenen Aufnahme 
und der Einsatz eines Chipmoduls oder dergleichen in 
die derart gebildete Aufnahme ermoglicht Wenn zu- 
mindest eine der Decklagen eine Decklagendffnung auf- 
weist, die in einer Oberdeckungslage mit der Basissub- 
stratoffnung angeordnet ist, kann die Oberflache des 
Chipmoduls bundig mit der Oberflache der oberen 
Decklage angeordnet werden. 

Wenn die Decklagenoffnung kleiner ausgebildet ist 
als die Basissubstratoffnung, derart, daB der so gebildete 
Aufnahmeraum einen auBenliegenden Ruckhalterand 
aufweist, ist eine formschlussig gesicherte Aufnahme ei- 
nes Chipmoduls oder dergleichen im Aufnahmeraum 
moglich. 

Wenn die Decklagenoffnung groBer ausgebildet ist 
als die Basissubstratoffnung, derart, daB der so gebildete 
Aufnahmeraum eine aufienliegende Erweiterung auf- 
weist, k6nnen auch Chipmodule bundig mit der Oberfla- 
che der oberen Decklage in den Aufnahmeraum einge- 
setzt werden, die mit einem gegenfiber der Chipeinheit 
des Chipmoduls vergroBerten AuBenkontaktflachen- 
substrat versehen sind. 

Wenn auf der Unter- und/oder Oberseite des Basis- 
substrats mehrere Decklagen mit verschieden oder 
gleich groB bemessenen Decklagenoffnungen uberein- 
anderliegend in einer gemeinsamen Oberdeckungslage 
mit der Basissubstratoffnung angeordnet sind, lassen 
sich Chipmodule oder dergleichen mit einer komplexen 
Kontur einsetzen, die mehrere Vor- und RucksprQnge 
aufweisen kann. 

In einer besonderen Ausfuhrungsform des Chiptra- 
gers dient der Aufnahmeraum zur Aufnahme einer Auf- 
nahme einrichtung fur ein Chipmodul, beispielsweise ei- 
ne Versteifungseinrichtung. 

In einer anderen besonderen Ausfuhrungsform dient 
der Aufnahmeraum des Chiptragers zur Aufnahme ei- 
nes Chipmoduls mit einer auf einem Kontaktflachensub- 
strat kontaktierten Chipeinheit 

Weitere vorteilhafte Ausfuhrungsformen des Chip- 
tragers sind Gegenstand der Ansprfiche 29 bis 31. 

In einer besonders vorteilhaften AusfQhrungsform 
des Chiptragers sind die beiden auBeren Decklagen der 
Anordnung aus dem Basissubstrat und mindestens zwei 
auf dem Basissubstrat angeordneten Decklagen als ge- 
schlossene Decklagen ausgebildet, die zusammen mit 
dem Basissubstrat und etwaigen weiteren auf dem Ba- 
sissubstrat angeordneten Decklagen einen Laminatver- 
bund bilden. Dieser Laminatverbund laBt sich als nach 
auBen hin abgeschlossene, quasi versiegelte Einheit wei- 
terverarbeiten, unabhangig von der Zusammensetzung 
des inneren Aufbaus, So kdnnen elektronische Baueie- 
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mente, wie beispielsweise Chipeinheiten, Spulen oder 
sonstige zur Bestuckung einer Chipkarte geeignete 
elektronische Bauelemente oder Baugruppen im Lami- 
natverbund untergebracht sein. Entscheidend ist die 
5 nach auBen hin geschlossene Oberflache durch die au- 
Beren, geschlossen ausgebildeten Decklagen, wobei 
auch die auBeren Decklagen selbst als Bauelemente, 
beispielsweise als eine Decklage mit integrierter Tasta- 
tur oder integriertem Display, etwa in der Ausfuhrung 
to als Folientastatur oder Foliendisplay, ausgefQhrt sein 
konnen. 

Ein besonderer Vorteil derartig aufgebauter, einen 
laminierten Verbund darstellender Chiptrager liegt in 
der Moglichkeit, den Laminatverbund als Karteninlet 
15 bei der Herstellung von Chipkarten mit beliebig gestal- 
teten Decklagen zu verwenden. Dabei konnen dann die 
gestalteten Decklagen in einem weiteren Laminierungs- 
verfahren auf die auBeren Decklagen des Chiptragers 
laminiert werden. 
20 Bei dem ersten Laminiervorgang, also der Herstel- 
lung des Laminatverbunds, werden im wesentlichen alle 
Unebenheiten, die durch die Integration von Chipein- 
heiten, Spulen oder anderen Bauelementen in das Basis- 
substrat entstehen kdnnen, durch die Laminierung der 
25 auBeren, geschlossenen Decklagen ausgeglichen. Somit 
steht zur Durchfuhrung des zweiten Laminiervorgangs, 
in dem gestaltete, also beispielsweise bedruckte, Lami- 
natlagen auflaminiert werden sollen, eine bereits im we- 
sentlichen ebene Flache zur Verfflgung, so dafl Verzer- 
30 rungen im auBeren Erscheinungsbild der gestalteten 
Decklagen auf grund von darunterliegenden Unebenhei- 
ten weitestgehend ausgeschlossen werden kdnnen. 

Der als Laminatverbund mit auBeren, geschlossenen 
Decklagen ausgebildete Chiptrager bildet somit quasi 

35 ein "weiBes Karteninlet", das bereits fur sich genommen 
als Chipkarte verwendet werden kann, oder zur weite- 
ren auBeren Gestaltung der Chipkarte weiterverarbei- 
tet werden kann. 

Nachfolgend werden vorteilhafte Varianten des vor- 
40 genannten Verfahrens, sowie der dabei zum Einsatz 
kommenden Vorrichtungen und damit hergestellter 
Chipkarten unter Bezugnahme auf die beUiegenden 
Zeichnungen nSher erlautert Es zeigen: 
Fig. 1 eine erste Verfahrensvariante zur Herstellung 
45 einer Chipkarte, 

Fig. 2 eine zweite Verfahrensvariante zur Herstellung 
einer Chipkarte, 

Fig. 3 eine dritte Verfahrensvariante zur Herstellung 
einer Chipkarte; 
50 Fig. 4 eine vierte Verfahrensvariante zur Herstellung 
einer Chipkarte; 

Fig. 5 eine Draufsicht auf den Gestelltisch einer Vor- 
richtung zur Herstellung einer Chipkarte; 
Fig. 6 eine Seitenansicht des in Fig. 5 dargestellten 
55 Gestelltisches; 

Fig. 7 eine Draufsicht auf den in Fig* 5 dargestellten 
Gestelltisch mit Darstellung von auf dem Gestelltisch 
gefdrderten Kartensubstratbdgen; 
Fig. 8 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer Chipkarte; 
60 Fig. 9 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Chipkar- 
te; 

Fig. 10 ein drittes Ausf fihrungsbeispiel einer Chipkar- 
te. 

Fig. 1 zeigt in einer Prinzipdarstellung in einer ersten 
65 Verfahrensvariante die Herstellung eines im Endzu- 
stand nicht dargestellten Chiptragers als Chipkarte aus 
einem Kartenverbund 20, in den mittels einer Transpon- 
derbestflckungseinrichtung 21 ein hier nicht naher dar- 
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gestellter Transponder aus einem Chiprnodul und einer verbunds 42 mit dem von unten die Fensteroffnung 36 
damitkontaktiertenSpuleimplementiertist abdeckenden Decklagenmaterial 27 nunmehr eine mit 

Der am Ende des in Fig. 1 dargestellten Verfahrens- einem durch das Decklagenmaterial 27 gebildeten Bo- 
ablaufs hergestellte, abgelangte Kartenverbund 20 den 46 versehene Ausnehmung 47 (Fig. 8), In diese Aus- 
weist insgesamt drei Materiallagen, namlich eine mittle- 5 nehmung 47 wird das Chiprnodul 48 des Transponders 
re Kartensubstratlage 22 und zwei jeweils auf der Ober- 49 so eingesetzt, daB die Spule 50 des Transponders 49 
und der Unterseite der Kartensubstratlage 22 angeord- auf dem Kartensubstratmaterial 26 aufliegt 
neteDecklagen23und24,auf. Nach Bestuckung des Kartensubstratmaterials 26 

Die Kartensubstratlage 22 wird zu Beginn des Ver- bzw. des Lagenverbunds 42 mit dem Transponder 49 
fahrensals von einer Kartensubstratrolle 25 abgerolltes, 10 wird der Rastfinger 45 aus der die Relativposition des 
endloses Kartensubstratmaterial 26 zugefOhrt Ebenso Lagenverbunds 42 gegenuber der Transponderbestiik- 
werdendieDecklagen23,24alsendlosesDecklagenma- kungseinrichtung 21 sicheraden Rastmarke 41 wieder 
terial 27 bzw. 28 von einer Decklagenrolle 29 bzw. 30 hinausbewegt und der Lagenverbund 42 in einem weite- 
zugefuhrt ren Vorschubtakt in Fertigungsrichtung 89 vorbewegt 

Zur Herstellung des am Ende des Verfahrens ausge- 15 Dabei befindet sich der Lagenverbund 42 zusammen 
bildeten Kartenverbunds 20 durchlaufen das Karten- mit dem von oberhalb des Kartensubstratmaterial 26 
substratmaterial 26 und die Decklagenmaterialien 27, 28 zugefQhrten oberen Decklagenmaterials 28 in einer wei- 
verschiedene Arbeitsstationen. Dabei werden das Kar- teren Zusammenfuhrungsphase 51. 
tensubstratmaterial 26 sowie die Decklagenmaterialien In der Zusammenfuhrungsphase 51 werden der La- 
27, 28 Ober eine nachfolgend unter Bezugnahme auf die 20 genverbund 42 und das Decklagenmaterial 28 zusam- 
Fig. 5, 6 und 7 noch naher erlauterte Mitnehmereinrich- men von der Mitnehmereinrichtung 93 erfaBt und vor- 
tung 93 getaktet in Fertigungsrichtung 89 (Fig. 1) fort- bewegt Dabei ist der Endpunkt der Vorbewegung wie- 
bewegt der definiert durch den nachsten Eingriff des Rastfin- 

In einer ersten Zusammenfuhrungsphase 33 erfolgt gers 45 in eine in Fertigungsrichtung 89 nachfolgende 
eine Einfuhrung des Kartensubstratmaterials 26 und des 25 Rastmarke. WShrend der Vorbewegung in der Zusam- 
von unterhalb des Kartensubstratmaterials 26 zugefuhr- menfuhrungsphase wird die Oberseite des Kartensub- 
ten Decklagenmaterials 27 in die Mitnehmereinrichtung stratmaterials 26 mit dem Decklagenmaterial 28 belegt 
93 (Fig. 5, 6 und 7) und in einer ersten Stillstandsphase Dabei sorgt eine wahrend des Vorbewegungstakts kon- 
der getakteten Vorschubbewegung in einer Fenstersta- tinuierlich tiber den nunmehr aus dem Kartensubstrat- 
tion 35 die Einbringung einer Fensteroffnung 36 in das 30 material 26 und den Decklagenmaterialien 27 und 28 
Kartensubstratmaterial 26. Bei dem in Fig. 1 dargestell- gebildeten Lagenverbund 53 hinweggefuhrte Thermo- 
ten Ausfuhrungsbeispiel weist die Fensterstation 35 eine deneinrichtung 54 zumindest langs einer in Fertigungs- 
Fensterstanze 37 auf, die mittels eines Fensterstempels richtung 89 veriaufenden Linie ffir eine Vorf bcierung der 
38 die Fensteroffnung 36 in das zwischen zwei Klemm- Lagen des Lagenverbunds 53 gegeneinander, so daB am 
backen 39, 40 der Fensterstanze 37 gehaltene Karten- 35 Ende der Zusammenfuhrungsphase 51 mit einer Trenn- 
substratmaterial 26 einbringt In derselben Still- einrichtung 55 der Lagenverbund 53 zur Ausbildung des 
standsphase erfolgt daruber hinaus die Einbringung ei- bereits im wesentlichen Kartenabmessungen aufwei- 
nerhierals Rastmarke 41 ausgebildeten Positionsmarke senden Kartenverbunds 20 abgelangt werden kann. 
in den zusammengefuhrten, aus dem Kartensubstratma- Nach jedem Vorschubtakt kann ein derartiger Karten- 
terial 26 und dem Decklagenmaterial 27 gebildeten, 40 verbund abgelangt und beispiekweise in einem Karten- 
nunmehr zweilagigen Lagenverbund 42. Die Positions- verbundstapel 56 angeordnet werden. Die Kartenver- 
marke 41 wird in dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- bunde 20 kdnnen dann einem Laminiervorgang zuge- 
rungsbeispiel durch eine Rastmarkenstanzeinrichtung fuhrt werden, um eine vollflachige Verbindung der La- 
43 in dejy^genverbund 42 eingebrachymd bestebt aus gen des Kartenverbunds 20 zur AusbUdung einer Chip- 
einem einfachen Durchgangsloch. 45 karte zu schaffen. 

Nachfolgend der Zusammenfiihrungsphase 33 wird Bei der in Fig. 1 im Prinzip dargestellten Verfabrens- 
der nunmehr gebildete Lagenverbund 42 in eine Bestuk- variante konnen ebenso wie bei den nachfolgend noch 
kungsphase 44 Qberfuhrt In der Bestuckungsphase 44 erlauterten Verfahrensvarianten unterschiedliche Ma- 
ist der Lagenverbund 42 urn einen Vorschubtakt in Fer- terialien als Kartensubstratmaterial und Decklagenma- 
tigungsrichtung 89 vorwarts bewegt wobei die relative 50 terial verwendet werden. So kbnnen Kunststoffmateria- 
Positionsanderung des Lagenverbunds 42 definiert wird lien ebenso wie textile oder papierene Materialien Ver- 
durch einen Rastfmger 45, der in der ZusammenfQh- wendung finden. In Abhangigkeit von der gewahlten 
rungsphase 33 durch die Rastmarkenstanzeinrichtung Materialart kann die in der vorstehend erlauterten Ver- 
43 erzeugte, als Durchgangsloch ausgebDdete Rastmar- fahrensvariante als Thermodeneinrichtung 54 ausgebil- 
ke 41 eingreift Dabei entspricht der Abstand a zwischen 55 dete Einrichtung zur Vorfbderung des Kartenverbunds 
dem Rastfinger 45 und der Rastmarkenstanzeinrichtung auch aus einer Ultraschall- oder Klebeeinrichtung gebil- 
43 bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel dem det sein. Ebenso ist die unter Bezugnahme auf die in 
zweifachen des Abstandes b zwischen der Rastmar- Fig. 1 dargestellte Verfahrensvariante als Fensterstanze 
kenstanzeinrichtung 43 und der Fensterstanze 37. Auf 37 ausgefuhrte Einrichtung zur Einbringung der Fen- 
halber Strecke zwischen der Rastmarkenstanzeinrich- 60 sterdffnungen in das Kartensubstratmaterial — eben- 
tung 43 und dem Rastfinger 45, also im Abstand b zum falls je nach Art des verwendeten Materials — auch 
Rastfinger 45, befindet sich die Transponderbestflk- beispielsweise durch eine mechanisch arbeitende 
kungseinrichtung 21. Somit ist die Transponderbestuk- Schneideinrichtung oder emer Hochfrequenz-Schneid- 
kungseinricbtung 21 in der Bestuckungsphase 44 exakt einrichtung ersetzbar. 

uber der in der Zusammenfuhrungsphase 33 in das Kar- 65 In den Fig. 2 und 3 sind weitere Verfahrensvarianten 
tensubstratmaterial 26 eingebrachten Fensterdffnung zur Herstellung einer Chipkarte dargestellt, die uberein- 
36 positioniert In der BesrOckungsphase 44 bildet dar- stimmend mit der in Fig. 1 dargestellten Verfahrensvari- 
Qber hinaus die Fensteroffnung 36 infolge des Lagen- ante zu Beginn eine Zusammenfuhrungsphase 33 und 
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zum Ende eine Zusammenfuhrungsphase 51 aufweisen, 
sich jedoch hinsichtlich ihrer Bestuckungsphasen 57 
bzw. 58 von der in Fig. 1 dargestellten Verfahrensvari- 
ante unterscheiden. 

Die in den Fig. 2 und 3 dargestellten Verfahrensvari- 
anten dienen zur Herstellung einer der in Fig. 8 darge- 
stellten Chipkarte 59 vergleichbaren Chipkarte, in der 
jedoch die Spule 50 und das Chipmodul 48 nicht als 
zusammenhangende Einheit, also als Transponder 49, 
sondern als einzelne Hemente mit nachfolgender Ver- 
bindung implementiert werdea 

Hierzu ist die Bestuckungsphase 57 der in Fig. 2 dar- 
gestellten Verfahrensvariante in drei Vorschubtakte un- 
terteilt, wobei in der Stillstandszeit nach dem ersten 
Vorschubtakt mittels einer Bestuckungseinrichtung 62 
ein Einsetzen des Chipmoduls 48 in die zuvor einge- 
brachte Fensteroffnung 36 im Kartensubstratmaterial 
26 erfolgt In der dem nachfolgenden Vorschubtakt fol- 
genden Stillstandsphase wird mittels einer relativ zum 
fest positionierten Kartensubstratmaterial 26 bewegba- 
ren Veriegeeinrichtung 60 ein hier nicht naher darge- 
stellter Spulendraht spulenformig auf dem Kartensub- 
stratmaterial 26 verlegt, derart, daB das hier nicht naher 
dargestellte Spulendrahtenden in eine Oberdeckungsla- 
ge mit Kontaktflachen des in der Fensteroffnung 36 
aufgenommenen Chipmoduls 48 gelangen. SchlieBlich 
wird in einer weiteren StiUstandsphase, die dem nach- 
sten Vorschubtakt folgt, eine Verbindungseinrichtung 

61 fiber der Fensteroffnung 36 positioniert, derart, daB 
eine Kontaktierung der sich in einer Oberdeckungslage 
mit den Kontaktflachen des Chipmoduls 48 befindenden 
Spulendrahtenden erfolgen kann, 

Die in Fig. 3 dargestellte Verfahrensvariante unter- 
scheidet sich hinsichtlich ihrer Bestuckungsphase 58 von 
der in der in Fig. 2 dargestellten Verfahrensvariante in- 
soweit, als die Reihenfolge der Besruckungseinrichtung 

62 und der Veriegeeinrichtung 60 miteinander ver- 
tauscht sind 

Grunds&tzlich erfolgen bei dem in den Verfahrensva- 
rianten gemaB der Fig. 2 und 3 zusammengesetzten 
Lagenverbund 42 samtUche Bestuckungs-, Verlegungs- 
und Verbindungsvorgange von oben her, da die in das 
Kartensubstratmaterial 26 eingebrachten Fensterdff- 
nungen 36 aufgrund der von unten gegen das Karten- 
substratmaterial 26 gefOhrten Decklagenmaterials 27 
nur von oben her zuganglich sind Bei abweichendem 
Aufbau des Lagenverbunds 42 waren zumindest die Be- 
sttickungsvorgange auch von unten her moglich. 

Fig. 4 zeigt eine weitere Verfahrensvariante, die hin- 
sichtlich der ersten Zusammenfuhrungsphase 33 und der 
nachfolgenden Bestuckungsphase 57 mit der unter Be- 
zugnahme auf Fig. 2 eriauterten Verfahrensvariante 
flbereinstimrat Hinsichtlich einer ZusammenfQhrungs- 
phase 63 ergeben sich jedoch gegenflber der in Fig. 2 
dargestellten ZusammenfOhrungsphase 51 Abweichun- 
gen. Wie aus Fig. 4 zu ersehen ist, erfolgt namlich die 
Zufuhrung des von oben auf das Kartensubstratmaterial 
26 gefuhrten Decklagenmaterials 28 nachdem bereits 
zuvor eine Fensterdffnung 64 in das obere Decklagen- 
material 28 mittels einer Fensterstanze 65 oder einer 
vergleichbaren Einrichtung eingebracht worden ist Da- 
bei wird die Fensteroffnung 64 in einer S tills tandsphase 
eingebracht, die der dem letzten Takt der Bestuckungs- 
phase 27 nachfolgenden Stillstandsphase uberlagert ist 

Im Abstand b — bezogen auf die Lange des eben 
angeordneten Decklagenmaterials 28 — wird parallel 
zur Einbringung der Fensteroffnung 64 durch die Fen- 
sterstanze 65 mit einer weiteren Rastmarkenstanzein- 
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richtung 66 deckungsgleich mit einer zuvor durch die 
Rastmarkenstanzeinrichtung 43 in den Lagenverbund 
42 eingebrachten Rastmarke 41 eine Rastraarke 67 in 
das Decklagenmaterial 28 eingebracht, die zusammen 
5 eine positionsidentische Rastmarke 68 des nunmehr aus 
den Decklagenmaterialien 27 und 28 sowie dem Karten- 
substratmaterial 26 gebildeten Lagenverbunds 53 bil- 
den. Hierdurch wird sichergesteUt, daB nach einer weite- 
ren getakteten Vorschubbewegung zum einen die Fen- 

io steroffnung 64 des Decklagenmaterials 28 in der ge- 
wflnschten Oberdeckungslage mit der FensterSffhung 
36 im Kartensubstratmaterial 26 angeordnet ist, und 
zum anderen eine weitere stau'onare Besruckungsein- 
richtung 69 so positioniert ist, daB ein Chipmodul 70 

15 (Fig. 10) in eine zuvor durch die Bestuckungseinrich- 
tung 62 in die FensterSffnung 36 des Kartensubstratma- 
terials 26 eingebrachte Chipmodulaufhahme 71 (Fig. 10) 
eingesetzt wird 
Eine gemaB der in Fig. 4 dargestellten Verf ahrensva- 

20 riante hergestellte Chipkarte 72 ist in der Fig. 10 darge- 
stellt Die Chipkarte 72 weist eine Kartensubstratlage 22 
mit jeweils auf einer Oberseite und einer Unterseite der 
Kartensubstratlage 22 aufgebrachten Decklage 24 bzw. 
23 auf. In der aus dem Kartensubstratmaterial 26 gebil- 

25 deten Kartensubstratlage 22 befindet sich in die Fen- 
sterdffnung 36 eingesetzt die Chipmodulaufnahme 71, 
welche ihrerseits kontaktiert ist mit einer auf die Unter- 
seite des Kartensubstratmaterials 26 durch Verlegung 
aufgebrachten Spule 73. Dabei ist die Spule 73 durch die 

30 untere, aus dem Decklagenmaterial 27 gebildete Deck- 
lage 23 abgedeckt Um eine derartige Anordnung der 
Spule 73 zwischen dem Kartensubstratmaterial 26 und 
dem Decklagenmaterial 27 zu ermdglichen, kann abwei- 
chend von der in Fig. 4 dargestellten Verfahrensvarian- 

35 te die Belegung des Kartensubstratmaterials 26 mit der 
Spule 73 mittels einer Veriegeeinrichtung 60 von unten 
her bereits vor der ZusammenfQhrung des Kartensub- 
stratmaterials 26 mit dem Decklagenmaterial 27 erfol- 
gen. AnschlieBend wird die Chipmodulaufnahme 71 in 

40 die Fensteroffnung 36 des Kartensubstratmaterial 26 
eingesetzt, so daB zur Vervollstandigung des Kart enver- 
bunds das obere Decklagenmaterial 28 mit einer darin 
ausgebildeten Fensterdffnung 64 auf das Kartensub- 
stratmaterial 26 auf gebracht werden kann. Wenn, wie in 

45 Fig. 10 dargestellt, die Chipmodulaufhahme 71 mit ei- 
nem abgesetzten Bundsteg 74 versehen ist, wird bei ent- 
sprechender Dimensionierung der Fensterdffnung 64 ei- 
ne Aufnahmewand 75 Qbergreifende Anordnung eines 
RGckhalterands 34 am Decklagenmaterial 28 erreicht, 

50 wodurch eine formschlGssige Sicherung der Chipmodu- 
laufnahme 71 in einer aus den Fensterfffmingen 64 und 
36 des Decklagenmaterials 28 bzw. des Kartensubstrat- 
materials 26 und dem unteren Decklagenmaterial 27 
gebildeten Ausnehmung 76 gewahrleistet ist Die Chip- 

55 modulaufnahme 71 kann so beschaffen sein, daB sie di- 
rekt mit der Spule 73 kontaktiert ist und eine elektrische 
Verbindung des Chipmoduls 70 mit der Spule 73 fiber 
die Chipmodulaufnahme 71 erfolgt Alternativ ist es je- 
doch auch moglich, daB das Chipmodul 70, wie in Fig. 10 

60 dargestellt, mit seinen AnschluBflachen 77, 78 unmittel- 
bar mit der Spule 73 kontaktiert ist 

Wie weiterhin aus Fig. 10 zu ersehen ist, ermdglicht 
die Anordnung des Chipmoduls 70 in der Chipmodulauf- 
nahme 71 ein einf aches Implemenderen des Chipmoduls 

65 70 in die Chipkarte 72 von oben her. Dabei kann die 
Implementierung nach Fertigstellung der Chipkarte 72, 
also nach der eingangs erwahnten Laminierung des La- 
genverbunds 53, oder bereits auch schon vorher erfol- 
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gen. Als besonders vorteflhaft der in Fig. 10 dargestell- 
ten Anordnung des Chipmoduls 70 in der Chipmodu- 
laufnahme 71 erweist sich, daB auf einfache Art und 
Weise, durch Auswahl entsprechender Materialstarken 
fur das Kartensubstratraaterial 26 und das Decklagen- 
material 28 sowie einer entsprechend hoch ausgebilde- 
ten Chipmodulaufnahme 71 sowohl eine bundige An- 
ordnung des Bundstegs 74 der Chipmodulaufnahme 71 
mit der Oberflache des Decklagenmaterials 28 als auch 
eine bundige Anordnung einer AuBenkontaktflache 31 
des Chipmoduls 70 mit der Oberflache des Decklagen- 
materials 28 mdglich ist 

Wie Fig. 9 zeigt, ist eine bundige Anordnung eines 
hier mit abweichender auBerer Kontur ausgefuhrten 
Chipmoduls 79 auch ohne die Verwendung einer Chip- 
modulaufnahme 71 mSglich. Hierzu weist die Chipkarte 

80 einen Lagenverbund 53 aus dem Kartensubstratma- 
terial 26, dem unteren Decklagenmaterial 27 und dem 
oberen Decklagenmaterial 28 auf, bei dem das obere 
Decklagenmaterial 28 mit einer reladv groBen Fenster- 
offnung 64 und das Kartensubstratmaterial 26 mit einer 
relativ kleinen Fensterdffnung 36 versehen ist, die beide 
konzentrisch angeordnet sind. Hierdurch kann das in 
Fig. 9 dargestellte Chipmodul 79, das einen im Ober- 
gang von einem reladv groBflachigen Kontaktsubstrat 

81 mit einer AuBenkontaktanordnung 82 auf eine Chip- 
einheit 107 groBen Querschnittssprung'aufweisV form- 
schlussig und bundig aufgenommen werden. 

Wie aus Fig. 9 zu ersehen ist, ist die aus der Fenster- 
offnung 64, der Fensteroffnung 36 und dem einen Boden 
83 bildenden unteren Decklagenmaterial 27 gebildete 
Ausnehrnung 84 entsprechend der Kontur des Chipmo- 
duls 79 ausgebildet 

Fig. 5 zeigt in einer Draufsicht einen Teil eines Ge- 
stelltischs 85 einer Vorrichtung 86, die zur Durchfuh- 
rung der in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Verfahrensva- 
rianten dient 

Die in Fig. 5 dargestellte Ansicht zeigt den Gestell- 
tisch 85 im Bereich der Zusamrnenfuhrung des in Fig. 5 
als Endlosfolie dargestellten Kartensubstratmaterials 26 
mit einem in Fig. 5 mit gestricheltem Lmienverlauf an- 
gedeuteten, ebenfalls folienartig ausgefuhrten Deckla- 
genmaterial 27, das von unten her durch einen ZufQh- 
.rungsausbruch 87,im Gestelltisch 85 in Richtung auf das 
Kartensubstratmaterial 26 zugefuhrt wird. Ein in Fig. 5 
links dem Zufuhrungsausbruch 87 dargestellter Stanz- 
ausbruch 88 ermSglicht entsprechend der Darstellung 
der Verfahrensvarianten in den Fig. 1 bis 4 die Anord- 
nung einer stationaren Fensterstanze 37 oberhalb des 
Stanzenausbruchs 88, wobei dieser dann zur Abfuhrung 
der StanzabMe verwendet werden kann. 

Wie durch den Pfeil 89 in Fig. 5 angedeutet, verlfiuf t 
die Ferdgungsrichtung von links nach rechts. Um den 
unter Bezugnahme auf die Verfahrensvarianten der 
Fig. 1 bis 4 eriamerten, getakteten Vorschub der Mate- 
rialbahnen zu ermdglichen, befindet sich auf dem Ge- 
stelltisch 85 langs einer in Fertigungsrichtung verlaufen- 
den, zwei FQhrungsschienen 90, 91 aufweisenden Schie- 
nenfuhrungseinrichtung 92 eine Mitnehmereinrichtung 
93. Die Mitnehmereinrichtung 93 weist mehrere, unter- 
einander mit einem starren Koppelglied 94 verbundene 
Mitnehmerzangen 95 auf, die langs der Fuhrungsschiene 
90 bzw. 91 verfahrbar gefuhrt sind Die Koppelglieder 
94 sind untereinander mit einer Traverse 96 verbunden, 
die bei Antrieb des einen Koppelglieds 94 fiber einen 
Spindelantrieb 97 danlr sorgt, daB sich das zweite Kop- 
pelglied 94 entsprechend mitbewegt Der Spindelan- 
trieb 97 weist zwei Endanschlage 98, 99 auf, die den 
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Vorschubweg definieren. 

Zur getakteten Vorschubbewegung des Kontaktsub- 
stratmaterials 26 bzw. des aus dem Kontaktsubstratma- 
terial 26 und dem Decklagenmaterial 27 gebildeten La- 

5 genverbunds 42 (Fig. 1) ergreifen die Mitnehmerzangen 
95 der Mitnahmeeinrichtung 93 in einer linken Endan- 
schlagstellung des Spindelantriebs 97 das Kontaktsub- 
stratmaterial 26 bzw. den Lagenverbund 42 und bewe- 
gen diesen bis zum Erreichen des rechten Endanschlags 

io 99 vor. Nach Erreichen des rechten Endanschlags 99 
wird das Kartensubstratmaterial 26 bzw. der Lagenver- 
bund 42 in der durch den Endanschlag definierten Posi- 
don durch Einfahren des Rasthngers 45 in die Rastmar- 
ke 41 (Fig. 1) posidonsfixiert Danach 16sen sich die Mit- 

15 nehmerzangen 95 und fahren bis zum Erreichen des 
linken Endanschlags 98 entgegen der Fertigungsrich- 
tung 98 zuruck. Hier ergreifen die Mitnehmerzangen 95 
wieder das Kartensubstratmaterial 26 bzw. den Lagen- 
verbund 42 und bewegen das Kartensubstratmaterial 26 

20 bzw. den Lagenverbund 42 nach Losen des Eingriffs 
zwischen dem Rastfinger 45 und der Rastmarke 41 um 
dieselbe Strecke bis zum wiederholten Erreichen des 
rechten Endanschlags 99 vor. 
Fig. 7 zeigt in einer Draufsicht den Gestelltisch 85 im 

25 Bereich der bereits im Zusammenhang mit der in Fig. 1 
erl&uterten Verfahrensvariante genannten Transpon- 
derbestuckungseinrichtung 21. Wie, aus Fig. 7 zu erse- 
hen ist, ist die Transponderbestuckungseinrichtung 21 
auf einem die Schienenfuhrungseinrichtung 92 quer 

30 fiberspannenden Portal 100 mit einer FQhrungsschiene 
101 angeordnet, die ein Verf ahren der Transponderbe- 
stfickungseinrichtung 21 langs der Fuhrungsschiene 101 
und quer zur Fertigungsrichtung 89 ermoglicht Bei der 
in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsform der Transpon- 

35 derbestfickungseinrichtung 21 ist diese als um eine par- 
allel zur Fertigungsrichtung 89 angeordnete Schwenk- 
achse 102 verschwenkbare Wickeleinrichtung ausgebil- 
det mit einem quer zur Schwenkachse 102 angeordne- 
tenWickelkopflOl 

40 Der Wickelkopf 103 dient einerseits zur Herstellung 
einer Drahtspule in einem Wickerverfahren, anderer- 
seits zur Verbindung der Spulendrahtenden der hier 
nicht naher dargestellten Drahtspule mit einem im Wik- 
kelkopf aufgenommenen ChipmoduL Wahrend der Her- 

45 stellung der Wickelspule und der Kontaktienmg der 
Spulendrahtenden mit KontaktflSchen des Chipmoduls 
weist der Wickelkopf 103 die in Fig. 7 dargestellte Aus- 
richtung mit einer parallel zur Fuhrungsschiene 101 des 
Portals 100 verlaufenden Wickelachse 104 auf. Nach 

50 Fertigstellung der Transpondereinheit im Wickelkopf 
103 wird dieser langs dem Portal 100 verf ahren und um 
seine Schwenkachse 102 so verschwenkt, daB die Wik- 
kelachse 104 nunmehr senkrecht zur Ebene bzw. Ober- 
flache des in Fertigungsrichtung 89 auf dem Gestelltisch 

55 85 geforderten Kartensubstratmaterials 26 ausgerichtet 
ist Ausgehend von dieser Position erfolgt ein Absenken 
des Wickelkopfes 103 in Richtung auf die Oberflache 
des Kartensubstratmaterials 26 mittels einer hier nicht 
niher dargestellten, an der Transponderbestuckungs- 

60 einrichtung 21 integral ausgebildeten Hubeinrichtung. 
Durch Einwirkung von Druck und/oder Temperatur 
wird dann die Spule 50 der Transpondereinheit 49 der- 
ail in die Oberflache des Kartensubstratmaterials 26 
eingebettet, daB das Chipmodul 48 der Transponderein- 

65 heit 49 von der Fensterdffnung 36 im Kartensubstrat- 
material 26 aufgenommen wird. 

Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
ist das Kartensubstratmaterial 26 in Form konfektio- 
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nierter KartensubstratbSgen 105 mit einer hier als 21er- 
Nutzen ausgefGhrten Nutzenteilung ausgebiidet Dabei 
ermoglicht jeder Kartensubstratbogen 105 die Herstel- 
lung von insgesamt 21 Chipkarten 59 (Fig. 8). In der in 
Fig. 7 dargestellten Momentaufnahme einer Chipkar- 5 
tenfertigung befindet sich der Wickelkopf 103 in einer 
Position zur Herstellung der dritten von bereits zwei in 
einer Querreihe 106 auf dem Kartensubstratbogen 105 
angeordneten Transpondereinbeiten 49. 

Sowohl bei der Herstellung von Chiptragern ausge- 10 
hend von vorkonfektionierten Bogen als auch bei der 
Herstellung von Chiptragern ausgehend von einem als 
Rollenmaterial vorliegenden Basissubstrat ist es mog- 
lich, die Chiptrager in mehreren zur Fertigungsrichtung 
parallelen Reihen, also mehrspurig wie in Fig. 7, oder 15 
nur in einer Rene, also einspurig, herzustellea Insbeson- 
dere fur ein einspuriges Herstellungsverfahren kann ei- 
ne entsprechende Vorrichtung besonders kompakt als 
Tischgerat ausgebiidet sein. In dieser Ausfuhrung eignet 
sich die Vorrichtung besonders zur Herstellung von als 20 
Ausweise, z. B. Personalausweise, ausgebildeten Chip- 
tr&gern, bei denen das Basissubstrat und die Decklagen 
aus Papier bestehen konnen. Hier wie ebenso bei ande- 
ren Ausbildungen des Chiptragers ist es auch mdglich, 
das Basissubstrat und die Decklagen aus unterschiedli- 25 
chen Materialien auszubilden. 

. . Auch wenn in den Fig. 1 bis 4 nicht.dargestellt, ist 
auch daran gedacht, wahrend der Herstellung einer 
Chipkarte nach Bedarf Zusatzstoffe zuzufuhren, wie 
beispielsweise einen Fullstoff zur Ausfullung von anson- 30 
sten moglicherweise verbleibenden ZwischenrSumen 
zwischen dem in eine Fensteroffnung eingesetzten Ele- 
ment und den Randern der Fensteroffnung. Ein derarti- 
ger Fullstoff kann aus einem schauroenden Kunststoff 
mit Klebewirkung bestehen. 35 

Patentansprilche 

1. Verfahren zur Herstellung von Cbiptragern, ins- 
besondere Chipkarten, bei dem ausgehend von ei- 
nem endlos als RoUenmaterial (25) oder als Bogen- 40 
material (105) zugefuhrten Basissubstratmateriai 
(26) die Einbringung einer Fenster6ffnung (36) in 
das Basissubstratmateriai und nachfolgend die Be- 
legung des Basissubstratmaterials mit einem Deck- 
er . lagenmaterial (27, 28) und die Bestflckung des Ba- 45 

sissubstratmaterials erfolgt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einbringung der Fensteroffnung 
(36), die Beiegung des Basissubstratmaterials mit 
dem Decklagenmaterial (27, 28) und die Bestuk- 50 
kung des Basissubstratmaterials (26) tiberlagert mit 
einer getakteten Vorschubbewegung des Basissub- 
stratmaterials erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl zwischen zwei Vorschubtakten w&h- 55 
rend einer Stillstandszeit des Basissubstratmateri- 
als (26) eine Positionsfbcierung des Basissubstrat- 
materials (26) mittels einer Rasterpositionierung 
erfolgt, derart, daB zur Positionsfixierung in einer 
Arbeitsstation erne stationare Rasteinrichtung (45) eo 
mit am Basissubstratmateriai (26) angeordneten 
Rastmarken (41) zusammenwirkt 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Ausbildung der Rastmarken (41) 
Ausnehmungen in das Basissubstratmateriai (26) 65 
eingebracbt werden und die Positionsfixierung 
durch Einfflhren von Rastfmgern (45) in die Rast- 
ausnehmungen erfolgt 



5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Rastmarken (41) in einer 
Stillstandszeit nach dem Einbringen der Fensteroff- 
nung (36) in das Basissubstratmateriai und vor Be- 
stfickung des Basissubstratmaterials in einer Be- 
stuckungsstation am Basissubstratmateriai (26) er- 
zeugt werden. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der voran- 
gehenden AnsprOcbe, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Basissubstratmateriai in der Bestuckungssta- 
tion mit einer mindestens eine Spule (50) und ein 
Chipmodul (48) aufweisenden Transpondereinheit 
(49) derart bestOckt wird, daB zumindest das Chip- 
modul (48) von der Fensterdffnung (36) aufgenom- 
menwird 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
sprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Basissubstratmateriai (26) in der Bestuckungssta- 
tion mit einem Chipmodul (79) bestuckt wird, der- 
art, daB das Chipmodul (79) von der Fensteroffnung 
(36) aufgenommen wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in einer der Bestuckungsstationen 
(62) zur Bestuckung des Basissubstratmaterials (26) 
mit dem Chipmodul (79) unmittelbar vorausgehen- 
den oder nachfolgenden weiteren Bestiickungssta- 
tion (60) die Beiegung des Basissubstratmaterials 
(26) mit einer Spule (73) derart erfolgt, daB die Spu- 
lendrahtenden der Spule in eine Oberdeckungslage 
mit AnschluBflachen des nachfolgend oder zuvor 
applizierten Chipmoduls zur Herstellung einer 
Verbindung zwischen der Spule (73) und dem Chip- 
modul (48) und Ausbildung einer Transponderein- 
heit gebracht werden. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der voran- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Verbindung zwischen der Spule (73) und dem 
Chipmodul (48) in einer der BestQckungseinrich- 
tung nachfolgenden Verbindungseinrichtung (54) 
erfolgt 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB nach Anordnung oder Ausbildung der Trans- 
pondereinheit (49) auf dem Basissubstratmateriai 
(26) eine Beiegung mit einer oberen, die Transpon- 
dereinheit (49) abdeckenden, weiteren Deckmateri- 
allage (28) erfolgt 

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die einer Fensterstation (37) zur Einbringung 
der Fensteroffnung (36) nachfolgende BestQk- 
kungseinrichtung (62) zur Bestfickung des Basis- 
substratmaterials (26) mit einer Chipmodulaufnah- 
me (71) dient, derart, daB die Chipmodulaufnahme 
von der Fensterdffnung (36) aufgenommen wird. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Bestfickungsstation (62) zur Bestfickung 
des Basissubstratmaterials (26) mit einer Chipmo- 
dulaufnahme (7!) eine weitere Bestttckungsstation 
(60) zur Beiegung des Basissubstratmaterials (26) 
mit einer Spule (73) folgt, derart, daB Spulendrah- 
tenden der Spule (73) in eine Oberdeckungslage mit 
AnschluBflachen der nachfolgend oder zuvor appli- 
zierten Chipaufnahme (71) zur Herstellung einer 
Verbindung zwischen der Spule (73) und der Chip- 
aufnahme (71) gebracht werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 8 oder 12, dadurch 
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gekennzeichnet daB die Belegung des Basissub- 
stratmaterials (26) mit der Spule durch Verlegung 
eines Spuiendrahts auf dem Basissubstratmaterial 
in Spulenkonfiguration erfolgt 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 5 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Verbindung zwischen der Spule (73) und 
der Chipauf nahme (71) in einer nachfolgenden Ver- 
bindungsstation (54) erfolgt 

15. Verfahren nach einem oder mehreren der vor- 10 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB nachfolgend der oder den Bestuckungseinrich- 
tungen (21, 62, 60) die Belegung des Basissubstrat- 
materials (26) mit einem oberen Decklagenmaterial 
(28) erfolgt 15 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das obere Decklagenmaterial (28) in 
einer Fensterstation (65) mit einer Fensteroffnung 
(64)versehenwird 

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB das Decklagenmaterial (28) 
mit weiteren, deckungsgleich mit den Rastmarken 
(41) des Basissubstratmaterials (26) angeordneten 
Rastmarken (67) versehen wird. 

1 8. Verfahren nach einem oder mehreren der voran- 25 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
wahrend der Belegung des Basissubstratmaterials 
(26) mit dem oberen Decklagenmaterial (28) eine 
FixiemngderaufeinanderliegendenLagenerfolgt 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die wahrend der Belegung des Basis- 
substratmaterials (26) mit dem oberen Decklagen- 
material (28) geschaffene Fixierung als Vorfixie- 
rung ausgefuhrt wird und nachfolgend eine Perma- 
nentfixierung der aufeinanderliegenden Lagen in 35 
einer Laminiereinrichtung erfolgt 

20. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 19 
mit einem Vorrichtungsgestell (85) mit einer langs 
der Vorbewegungsachse (89) verlaufenden Fah- 40 
rungsschieneneinrichtung (92) auf der langs ver- 
fahrbar eine Mitnehmereinrichtung (93) angeord- 
net ist die mit einer stationar am Vorrichtungsge- 
stell (85) angeordneten Positfonsfixierungseinrich- 
tung (45) zusammenwirkt, derart daB die Mitneh- 45 
mereinrichtung (93) zusammen mit dem festgehal- 
tenen Basissubstratmaterial (26) in einem Vor- 
wartsbewegungstakt nach vorn bewegt wird, die 
Posiuonsfixierungseinricbtung (45) das Basissub- 
stratmaterial (26) am Ende des Vorwartsbewe- 50 
gungstakts positionsfixiert halt und die Mitnehmer- 
einrichtung in gelostem Zustand in einem Ruckbe- 
wegungstakt zuruckgefOhrt wird 

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in einem Gestelltisch (85) des 55 
Vorrichtungsgestells ein Ausbruch (87) zur Durch- 
fuhrung eines unterhalb des Gestelltischs (85) ange- 
ordneten Decklagenmaterials (27) gegen das ober- 
halb des Gestelltischs angeordnete Basissubstrat- 
material (26) angeordnet ist eo 

22. Chiptrager mit einem mehrlagigen Aufbau aus 
einem Basissubstrat (22) und mindestens zwei auf 
einer Oberseite und einer Unterseite des Basissub- 
strats angeordneten Decklagen (23, 24), wobei das 
Basissubstrat mindestens eine Basissubstratdffnung 65 
(36) aufweist die zur Ausbildung eines Aufnahme- 
raums(76,84)dient 

23. Chiptrager nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB zumindest eine der Decklagen (23, 24) 
eine Decklagenoffnung (64) aufweist, die in einer 
Oberdeckungslage mit der Basissubstratdffnung 
(36) angeordnet ist 

24. Chiptrager nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die DecWagenoffnung (64) kleiner 
ausgebildet ist als die Basissubstratdffnung (36), 
derart, daB der so gebildete Aufnahmeraum (76) 
einen auBenliegenden, durch die obere Decklage 
(24) gebfldeten Riickhalterand aufweist 

25. Chiptrager nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Decklagendffnung (64) groBer 
ausgebildet ist als die Basissubstratdffnung (36), 
derart, daB der so gebildete Aufnahmeraum (84) 
eine auBen liegende Erweiterung aufweist 

26. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daB auf 
der Unter- und/oder Oberseite des Basissubstrats 
(22) mehrere Decklagen (23, 24) mit verschiedenen 
oder gleich groB bemessenen Decklagenoffnungen 
(64) ubereinanderliegend in einer gemeinsamen 
Oberdeckungslage mit der Basissubstratdffnung 
(36) angeordnet sind. 

27. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Aufnahmeraum (76) zur Aufnahme einer Aufnah- 
meeinrichtung (78) fur ein Chipmodul (70) dient 

28. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Aufnahmeraum (84) zur Aufnahme eines Chipmo- 
duls (79) mit einer auf einem Kontaktflachensub- 
strat (81) kontaktierten Chipeinheit (107) dient 

29. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 22 bis 28, dadurch gekennzeichnet daB das 
Basissubstrat (22) und/oder die Decklagen (23, 24) 
aus Papier oder Kunststoff bestehen. 

30. Chiptrager nach Anspruch 29, gekennzeichnet 
durch eine Ausbildung als Aufkleber, insbesondere 
zur Gepackidentifizierung. 

31. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 22 bis 29, gekennzeichnet durch eine kar- 
tenfdrmige Ausbildung, insbesondere als Kunst- 
stoffkarte. 

32. Chiptrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 22 bis 27 und 29 bis 31, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die beiden auBeren Decklagen einer 
Anordnung aus dem Basissubstrat (22) und minde- 
stens zwei auf dem Basissubstrat angeordneten 
Decklagen (23, 24) als geschlossene Decklagen aus- 
gebildet sind und zusammen mit dem Basissubstrat 
(22) und etwaigen weiteren auf dem Basissubstrat 
angeordneten Decklagen einen Laminatverbund 
bilden. 

33. Chiptrager nach Anspruch 32, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Laminatverbund zur Aufnahme 
elektronischer Bauelemente oder elektronischer 
Baugruppen dient 

34. Chiptrager nach Anspruch 32 oder 33, gekenn- 
zeichnet durch die Verwendung als Karteninlet bei 
der Herstellung von Chipkarten mit gestalteten au- 
Beren Decklagen. 

35. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte un- 
ter Verwendung eines Chiptragers nach Anspruch 
34, dadurch gekennzeichnet daB die gestalteten 
Decklagen auf den Chiptrager larniniert werden. 
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